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(57) Abstract

Disclosed is a laminated-film material which includes a pattern film
divided by regularly spaced gaps into a series of zones spaced at intervals
and overlaid with a surface film. The laminated-film material is character-
ized in that the surface film is divided up in the same way as the pattern
film by regularly spaced gaps so that surface-film zones thus formed are
contiguous with zones of the pattern film at at least two edges. A continu-
ous intermediate film is located between the pattern film and the cover film.
Both pattern film and surface film have at least two zones.

(57) Zusammenfassung

Offenbart wird ein Schichtmaterial mit einer taktartig unterbroche-
nen Musterschicht (2, 2’), die voneinander getrennte Abschnitte aufweist
(10, 10"), und einer dariibergelegenen Deckschicht (4, 4'), wobei das
Schichtmaterial dadurch gekennzeichnet ist, dass die Deckschicht dieselbe
taktartige Unterbrechung wie die Musterschicht aufweist, so dass durch die
Taktfolge gebildete Abschnitte (12, 12') der Deckschicht mit den Abschnit-
ten der Musterschicht jeweils an mindestens zwei Kanten abschliessen, wo-
bei unterhalb der Musterschicht bzw. oberhalb der Deckschicht eine durch-
gehende Nebenschicht angeordnet ist, und dass die Musterschicht sowie
die Deckschicht jeweils mindestens zwei Abschnitte umfassen.
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Schichtmaterial sowie Verfahren und Vorrichtung
zu seiner Herstellung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schichtmaterial sowie
ein Verfahren zu seiner Herstellung. Aus der DE-0S 3026482-
Al, der DE-3345031-Al, der DE-3724267-A1, der US-3790945 und
der US-4342904 sind bereits Schichtmaterialien bekannt, die
aus unterschiedlichen Schichten in unterschiedlicher Rei-
henfolge aufgebaut sind. Insbesondere sind Schichtmateria-
lien bekannt, die aufgrund ihres Funktionszweckes bestimmte
Musterschichten enthalten, welche jeweils ein fiir den be-
stimmten Zweck bestimmtes Muster aufweisen. Derartige Mu-
sterschichten sind grundsdtzlich bekannt.

Der Oberbegriff des Anspruchs 1 geht aus von einem Schicht-
material mit einer taktartig unterbrochenen Musterschicht,
die voneinander getrennte Abschnitte aufweist, und einer
dariibergelegenen Deckschicht. Die Musterschicht dient bei-
spielsweise als Identifikationskennung fiir verschiedene Wa-
ren. Je nach Abstand und Lénge der durch die Taktfolge vor-
gegebenen Abschnitte 1l&aBt sich eine unterschiedliche Infor-
mation kodieren. Ferner sind derartige Musterschichten in
Verbindung mit Waren-Sicherungssystemen bekannt, bei denen
das im Schichtmaterial befindliche Taktmuster der Muster-
schicht eine Kennung fiir nicht ordnungsgemé@B bezahlte Waren

darstellt. Derartige Waren-Sicherungssysteme werden bei-
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spielsweise in Warenh#usern, in Bibliotheken und anderen

5ffentlich zugdnglichen Einrichtungen aufgestellt.

it a~

Der Nachteil derartiger herkdmmlicher Schichtmaterialien
besteht darin, daB bei der Herstellung des Schichtmaterials
mit taktartig unterbrochener Musterschicht Abfall entsteht,
der nicht weiterverwendet wird. Derartige Herstellungsver-
fahren sind daher unwirtschaftlich. Andererseits ist die
Herstellung der Musterschichten auf fotomechanischem Wege
nicht wirtschaftlich genug, um groBe Mengen derartiger
Schichtmaterialien kostengiinstig herzustellen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein
Schichtmaterial anzugeben, das einfach zu fertigen ist und
bei dessen Herstellung nur wenig Abfall produziert wird.

Diese Aufgabe wird bei einem gemédB Oberbegriff des Anspruchs
1 ausgestalteten Schichtmaterial dadurch geldst, daB die
Deckschicht dieselbe taktartige Unterbrechung wie die Mu-
sterschicht aufweist, so daB durch die Taktfolge gebildete
Abschnitte der Deckschicht mit den Abschnitten der Muster-
schicht an mindestens zwei Kanten abschliefen, daf unterhalb
der Musterschicht bzw. oberhalb der Deckschicht eine durch-
gehende Nebenschicht angeordnet ist, und daf die Muster-
schicht und die Deckschicht jeweils mindestens zwei Ab-
schnitte umfassen. Es hat sich herausgestellt, daB es un-
glinstig ist, lediglich die gewlinschte Musterschicht in einer
Stanzvorrichtung herzustellen und anschliefend mit einer zum
Schutz bei der Weiterverarbeitung geeigneten Deckschicht
zusammenzufahren. Es ist vielmehr glinstig, Deckschicht und
Musterschicht in einem einzigen Arbeitsgang herzustellen,
wobei die Deckschicht mit demselben Muster wie die Muster-
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schicht versehen wird. Das erfindungsgemédBe Schichtmaterial
weist somit eine Musterschicht und eine Deckschicht auf,
pevor es verarbeitet wird. Ferner werden die durch die
Stanzvorrichtung vorgegebenen Abschnitte so eingeschnitten,
daf ein Haftkontakt der Musterschicht-Abschnitte mit den
dariiberliegenden Deckschichtabschnitten immer mdglich ist.
Auf diese bevorzugte Weise kann ein Stanzmesser eingesetzt
werden, das in einem einzigen Stanzvorgang im wesentlichen
quer zur Fdrderrichtung bzw. Vorschubrichtung des Schicht-
material die Deckschicht und die darunter gelegene Muster-
schicht einschneidet. Der einzelne Stanzvorgang schafft
{ibereinanderliegende abschliefende Abschnitte von Muster-
schicht und Deckschicht. Die Nebenschicht ist erfindungsge-
mdB ober- bzw unterhalb der taktartig unterbrochenen Mu-
sterschicht vorgesehen, um die elek . ronische Erfassung zu
erleichtern. Es hat sich herausgestellt, daB bei Verwendung
von Musterschichten in der Form von diinnen Metallstreifen
eine zweite anliegende Nebenschicht in Form eines zweiten

Metallstreifens die Erfassung und Identifizierung des Mu-
sters bzw. der Taktfolge stark begiinstigt.

Es ist bevorzugt, daB das Schichtmaterial eine Basis auf-
weist, auf der die Musterschicht angeordnet ist. Diese
Anordnung empfiehlt sich zur besseren Stabilisierung des
Schichtmaterials bei der Stanzung. Die Basis ist derart
ausgestaltet, daf die von den Stanzmessern der Stanzvor-
richtung nicht verletzt wird und auf diese Weise als fort-
laufenden Triger fiir das gestanzte Schichtmaterial dienen

kann.

Es ist ferner bevorzugt, daB die Deckschicht bzw. die Basis
eine taktartig unterbrochene Klebeschicht aufweisen, an der
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die Musterschicht, die Deckschicht und die Basis haften.
Eine derartige Klebeschicht ist bevorzugt, weil sie einen
giinstigen Zusammenhalt von Deckschicht, Musterschicht und
Basis bewirkt. Dabei wird bevorzugt eine beidseitig klebende
Schicht verwendet, an deren Oberseite die Deckschicht und an
deren Unterseite die Musterschicht und die Basis haften. Der
Haftkontakt von Basis und Musterschicht ist gleichermaBen
gewdhrleistet, da die Basis durch die unbeschichteten Fla-
chen der Musterschicht hindurchgreifend an der Klebeschicht
haftet.

Es ist ferner bevorzugt, daB die Klebeschicht zwischen
Deckschicht und Musterschicht angeordnet‘ist, und dasselbe
Taktmuster wie die Deckschicht aufweist. Auf diese Weise
ergibt sich ein glinstiger Haftkontakt.

Es ist ferner bevorzugt, daf die Deckschicht und die Mu-
sterschicht so libereinander angeordnet sind, daB jeder durch
die Taktfolge vorgegebene Abschnitt der Musterschicht von
einem entsprechenden Abschnitt der Deckschicht liberdeckt
ist. Bei dieser bevorzugten Ausfiihrungsform werden die durch
die Stanzvorrichtung vorgegebenen Muster so eingeschnitten,
daB ein Haftkontakt der Musterschicht-Abschnitte mit den
dariiberliegenden Klebstoff-beschichteten Deckschicht-Ab-
schnitten immer sichergestellt ist.

Es ist ferner bevorzugt, daB das Schichtmaterial in einer
Lingsrichtung aufwickelbar ist und die Abschnitte der Deck-
schicht in der L#ngsrichtung mit den entsprechenden Ab-
schnitten der Musterschicht abschlieBfen. Auf diese bevor-
zugte Weise kann ein Stanzmesser eingesetzt werden, das in

einem einzigen Stanzvorgang gleichzeitig ldngs und quer zur

©
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Férderrichtung bzw. Vorschubrichtung des Schichtmaterial die
Deckschicht und die darunter gelegene Musterschicht ein-
schneidet. Der einzelne Stanzvorgang schafft iibereinander-
liegenden abschlieBende Abschnitte von Musterschicht und

Deckschicht.

Es ist ferner bevorzugt, daB die Abschnitte der Deckschicht
in zumindest einer Querrichtung iliber die Abschnitte der Mu-
sterschicht iiberstehen. Dadurch wird ein sicherer Verbund
von Musterschicht und dariiberliegender Deckschicht gewdhrlei-
stet, wobei in der Praxis meist eine schmale streifenartige
Musterschicht fiir die oben genannten Kodierzwecke ausreicht.

Es ist ferner bevorzugt, daf die Nebenschicht im wesentli-
chen dieselbe Breite wie die Musterschicht aufweist. Diese

Ausgestaltung ist materialsparend.

Es ist ferner bevorzugt, daB die Deckschicht eine dariiber-
gelegene, nach auBen sichtbare Oberschicht aufweist. Derar-
tige Oberschichten sind ebenfalls im Stand der Technik be-
kannt und dienen beispielsweise als Informationstréger, z.B.
als Barcode zur maschinenlesbaren Identifikation oder als
Triger eines Preisschilds. Die Oberschicht kann aber auch
als Sichtblende dienen und von der Sicherungsfunktion des

Schichttrédgers ablenken.

Die Abschnitte der Musterschicht haben bevorzugt eine recht-
eckige Form. Diese 1&Bt sich einfach stanzen und ermdglicht
die Verwendung eines streifenférmigen Musterschicht-Ma-

terials.

Es ist ferner bevorzugt, daB die Abschnitte in der Léngs-
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richtung eine Abmessung haben, die im wesentlichen gleich
ist dem Abstand zwischen den einander gegeniiberliegenden
Kanten zweier benachbarter Abschnitte (Freifelder). Bei
dieser Ausgestaltung sind die Liicken zwischen den Abschnit-
ten genauso grof wie die Abschnitte selbst. Diese Ausge-
staltung begiinstigt das spdter beschriebene Verfahren zur
Herstellung des Schichtmaterials.

Es ist ferner bevorzugt, da® die Schrittweite der Abschnitte
im wesentlichen doppelt so groB ist wie die Abmessung eines
Abschnitts. Die Schrittweite gibt den Vorschub des Schicht-
materials zwischen zwei Stanzvorgingen an und dieser ist im
wesentlichen doppelt so gro8 wie die Abmessung eines Ab-
schnitts, um die Liicke zwischen den Abschnitten im wesent-
lichen gleich der Abmessung jedes Abschnitts zu machen.

Es ist bevorzugt, daB die Schichten die folgende Reihenfolge
haben: Basis, Nebenschicht, Musterschicht, Deckschicht und
Oberschicht. Dieser Aufbau begiinstigt eine einfache Her-
stellung des erfindungsgeméBen Schichtmaterials.

Es ist ferner bevorzugt, daf zwischen Basis und Nebenschicht
bzw. zwischen Oberschicht und Deckschicht mindestens eine
weitere Klebeschicht angeordnet ist. Dies erhdht den Zusam-
menhalt des Schichtmaterials.

Es ist alternativ bevorzugt, daB die Schichten die folgende
Reihenfolge aufweisen: Basis, Deckschicht, Musterschicht,
Nebenschicht und Oberschicht. Auch bei diesem Aufbau ist die
Herstellung des erfindungsgemédBen Schichtmaterials begiin-
stigt.

Cixe
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Bei dieser Ausfilhrungsform ist ferner bevorzugt, daB zwi-
schen Basis und Deckschicht bzw. zwischen Nebenschicht und
Oberschicht mindestens eine weitere Klebeschicht angeordnet

ist. Auch dies erhdht den zZusammenhalt.

Es ist bevorzugt, daB die Abschnitte der Musterschicht
1inksbzw. rechtsbiindig mit den Abschnitten der Deckschicht
abschlieBen. Diese Ausgestaltung ermdglicht eine einfachere
Einstellung der Stanzwerkzeuge und erhdht die Haftwirkung.

In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform ist vorgese-
hen, daf die Musterschicht in Bereiche unterteilt ist, wobei
jeder Bereich so aufgebaut ist, daB er eine auf der Kante
eines im wesentlichen mittleren Abschnitts angeordnete
Spiegellinie aufweist, und die einerseits der Spiegellinie
pefindlichen Abschnitte dieselbe Abmessung haben wie die
spiegelsymmetrisch gelegenen Freifelder zwischen den an-
dererseits der Spiegellinie gelegenen Abschnitten. Mit die-
sem Aufbau ist die Konstruktion eines Schichttridgers még-
lich, dessen einerseits der Spiegellinie gelegene Teilbe-
reiche beliebig gew#dhlt sein kdnnen um unterschiedliche De-
tektionsanforderungen zu erfiillen. Gleichzeitig ist die
Herstellung eines derartigen in Bereiche unterteilten
Schichtmaterials ohne Musterschicht-Abfall méglich.

Bei dieser Ausfiihrungsform ist es bevorzugt, daB entspre-
chende Bereiche einer Musterschicht und einer dazu komple-
mentidren Musterschicht so aufgebaut sind, da8 der einerseits
der Spiegellinie der Musterschicht gelegene Teilbereich
spiegelsymmetrisch ist mit dem andererseits der ent-
sprechenden Spiegellinie der komplementdren Musterschicht
gelegenen Teilbereich. Diese Gestaltung ermdglicht die ab-
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fallfreie Herstellung von Musterschicht und komplementdrer
Musterschicht in einem Arbeitsgang, wobei die gewonnenen
Schichtmaterialien abgesehen von der entgegengesetzten Rei-
henfolge der Abschnitte identisch sind. In dieser Ausfiih-
rungsform sind somit zwei zueinander komplementdre Schicht-
materialien herstellbar, die in ihrem einen Teilbereich je-
weils beliebigen Aufbau haben. Der aufgrund des Aufbaus des
einen Teilbereichs festgelegte andere Teilbereich ist je-
weils komplementdr zu dem gegeniiberliegenden Teilbereich des
komplement&ren Schichtmaterials.

Bei dieser Ausfiihrungsform ist es ebenfalls bevorzugt, daB
die Abmessungen der Abschnitte und Freifelder eines Teilbe-
reichs von der Spiegellinie ausgehend zu- bzw. abnehmen.
Wenn ein Teilbereich mit zunehmenden bzw. abnehmenden Ab-
schnitten und Freifelder ausgestaltet ist, folgt auch der
andere Teilbereich dieser Gestaltung, da die Abschnitte des
einen Teilbereichs und die Freifelder des anderen Teilbe-
reichs spiegelsymmetrisch sind. Auf diese Weise 1&Bt sich
ein Bereich mit zwei Teilbereichen konstruieren, die im we-
sentlichen dieselbe Form haben. Bevorzugt nehmen die Ab-
schnitte bzw. Freifelder gleichmd@Big zu.

In einer weiteren Ausfiihrungsform sind zwei nebeneinander
gelegene Musterschichten vorhanden. Dies hat den Vorteil,
daB andere Detektionsmuster in der Doppelschicht erzeugt
werden konnen.

In dieser Ausfiihrungsform sind bevorzugt zwei nebeneinander
gelegene Musterschichten vorhanden, deren Abschnitte derart
gegeneinander versetzt sind, daf die Abschnitte der einen
Musterschicht neben den Freifeldern zwischen den Abschnitten
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der anderen Musterschicht liegen und in Lingsrichtung mit
diesen abschlieBen. Mit dieser Ausgestaltung wird eine
zickzack-férmige Musterschicht gebildet, bei der sich die
Eckpunkte der innenliegenden Kante der einen Musterschicht
mit den Eckpunkten der gegeniiberliegenden innenliegenden
Kante der anderen Musterschicht berilihren. Somit ist ein
Schichtmaterial herstellbar, das eine durchgehende ineinan-
der verschachtelte Doppelschicht aufweist. Diese Modifika-
tion ermdglicht eine einfache magnetische Erfassung des ma-
gnetisierten Schichtmaterials. Die beiden Musterschichten
bestehen bevorzugt aus zwei verschiedenen Metallen.

In dieser Ausfiihrungsform ist alternativ bevorzugt, daB die
Abschnitte der beiden Musterschichten teilweise gegenseitig
{iberlappen. Dies hat den Vorteil, da8 Musterschichten mit

langen Abschnitten und kurzen Liicken erzeugt werden kénnen.

Bei dieser Ausfilhrungsform ist auch bevorzugt, dab die bei-
den Schichten in Querrichtung einen bestimmten Abstand von-
einander aufweisen. Der Abstand bewirkt, daf sich die Eck-
punkte der gegeniiberliegenden Innenkanten nicht mehr beriih-
ren, sondern einen gewissen Abstand voneinander aufweisen.
Dieser Abstand schafft eine zusdtzliche verbesserte Detek-
tierbarkeit, da Liicken von bestimmten Detektoren besser er-

faft werden.

Es ist ferner bevorzugt, daB die beiden Musterschichten
entsprechende Deckschichten bzw. Klebeschichten aufweisen,
die denselben Versatz gegeneinander bzw. Abstand voneinander
haben. Auf diese Weise 1dft sich das Schichtmaterial nach
dieser Ausfiihrungsform so herstellen wie die Schichtmate-
rialien der anderen Ausfiihrungsformen, namlich durch
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gleichzeitige Herstellung von getakteter Musterschicht und
getakteter Deckschicht und durch versetztes Aufbringen
zweier derartiger getakteter Schichten.

Es ist alternativ bevorzugt, daf die Abschnitte der Muster-
schicht gegeniiber der Léngsrichtung angeschrégte Kanten
aufweisen. Diese Gestaltung ermdglicht eine Variation der
Form der einzelnen Abschnitte. Die schrdgen Kanten kdnnen so
gewdhlt werden, daB einzelne Punkte benachbarter Abschnitte
nidher aneinander liegen als durch die Freifeld-Linge bzw.
die Schrittweite vorgegeben ist.

In dieser Ausfiihrungsform ist bevorzugt, daB die Abschnitte
die Form eines Parallelogramms haben. Die beiden parallelen
AuBenkanten des Parallelogramms sind bereits durch die
Streifenform der Musterschicht vorgegeben. Die parallelo-
gramm-artigen Abschnitte kénnen prinzipiell so angeordnet
werden, daB sich in Lingsrichtung Uberlappung zwischen den
Abschnitten einstellt. Dies ist dann mdglich, wenn die fiih-
rende Ecke des unteren Abschnitts auf der rechten Seite {iber
die Hohe der unteren linken Ecke des dariiberliegenden Ab-
schnitts in Langsrichtung libersteht.

In dieser Ausfiihrungsform ist ferner bevorzugt, daB der in
Lingsrichtung gemessene Abstand der obersten Ecke eines Ab-
schnitts von der untersten Ecke des benachbarten dariiber-
liegenden Abschnitts kleiner ist als der Abstand der ent-
sprechenden gegeniiberliegenden Kanten. Mit dieser Gestaltung
148t sich bei Einhaltung einer komplementdren abfallfreien
Herstellung ein Schichtmaterial erzeugen, dessen Abschnitte
in Lingsrichtung eine grﬁBeré Abmessung haben als die Ab-
messung des Freiabstands zwischen den Abschnitten. Durch die
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Scherung eines rechteckigen Abschnitts zum Parallelogramm
riicken die Abschnitte jeweils um den doppelten Betrag der

HShe der Scherung zusammen.

zur Herstellung des erfindungsgeméfBen Schichtmaterials ist
ein Verfahren vorgesehen, das gekennzeichnet ist durch Her-
stellen eines Ausgangsmaterials mit einer Ausgangsschicht
und einer dariibergelegenen Deckschicht, Stanzen eines takt-
artigen Schnittmusters in das Ausgangsmaterial, und Trennen
des gestanzten Ausgangsmaterials in ein taktartig unterbro-
chenes erstes Schichtmaterial und ein dazu komplementdres
sweites Schichtmaterial. Mit dem erfindungsgeméBfen Verfahren
zur Herstellung des erfindungsgemdfen Schichtmaterials ist
es mdglich, aus musterlosen durchgehenden Ausgangsschichten
und Deckschichten die erfindungsgemédfen Schichtmaterialien
im wesentlichen ohne Abfall oder AusschuB zu produzieren.
Dabei wird der Umstand ausgenutzt, daf durch Bestanzen des
Ausgangsmaterials ein taktartig unterbrochenes erstes
Schichtmaterial und ein dazu komplementéres zweites
Schichtmaterial entsteht, das gleich dem ersten Schichtnma-
terial weiterverarbeitet werden kann. Somit kann das gesamte
Ausgangsmaterial weiterverarbeitet werden, und zwar sowohl
der eigentliche durch das Stanzen freigelegte Musterkdrper,

als auch der dazu komplementdre Randkorper.

Es ist vorgesehen, daB das Ausgangsmaterial eine klebstoff-
beschichtete Deckschicht bzw. klebstoffbeschichtete Basis
aufweist. Auf diese Weise kann der Zusammenhalt von Aus-

gangsschicht und Deckschicht bereits im Ausgangsmaterial

gewdhrleistet werden.

Ferner ist bevorzugt, daB das Ausgangsmaterial eine unter-
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halb der Ausgangsschicht gelegene Basis aufweist. Zur Ge-
wihrleistung eines fortlaufenden Trégers ist eine Basis
vorgesehen, die von der Stanzung nicht erfaft wird.

Ferner ist vorgesehen, daf das Ausgangsmaterial durch Zu-
sammenfahren der klebstoffbeschichteten Deckschicht, der
‘Ausgangsschicht und der Basis hergestellt wird. Ein derar-
tiges Verfahren findet unmittelbar vor der Stanzung statt,
damit die im Handel erhiltlichen Ausgangsmaterialien ohne
Modifikation eingesetzt werden konnen.

Ferner ist bevorzugt, daB das gestanzte Ausgangsmaterial
getrennt wird durch Abziehen des komplementédren zweiten
Schichtmaterials. Das Stanzen erfolgt derart, daf der durch
das Stanzen freigelegte Schichtkdrper auf der im Ausgangs-
material befindlichen Basis verbleibt, wdhrend der vom
Schichtkérper getrennte Randkdrper des Ausgangsmaterials von
der Basis abgezogen wird.

Es ist ferner bevorzugt, da8 das komplementdre zweite
Schichtmaterial mit einer Basis zusammengefahren wird. Da
bei dem abgezogenen komplementédren zweiten Schichtmaterial
die Basis fehlt, muB sie getrennt aufgebracht werden, damit
das erste Schichtmaterial und das komplementédre zweite
Schichtmaterial in gleicher Art und Weise weiterverarbeitet
werden kodnnen.

Es ist ferner bevorzugt, daf das nach dem Trennen gewonnene
erste und zweite Schichtmaterial aufgewickelt werden. Da im
AnschluB an den Stanzvorgang zwei gleichermaBen weiterzuver-
arbeitende Schichtmaterialien entstehen, muB der Produk-

tionsprozeB eine Zwischenwicklung beider Schichtmaterialien

3

we
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vorsehen.

Es ist ferner vorgesehen, dap das nach dem Stanzen gewonnene
erste und zweite komplementdre Schichtmaterial mit einer

Oberschicht zusammengefahren wird. Die bereits oben erldu-
terte Oberschicht wird mit dem erfindungsgemifen Schichtma-
terial zusammengefahren, um einen festen Verbund der Mate-

rialien zu schaffen.

Die Oberschicht ist bevorzugt klebstoffbeschichtet, damit

sie an der Deckschicht haftet.

Es ist ferner bevorzugt, daf die Oberschicht eine Basis
aufweist, die vor dem zusammenfahren mit dem Schichtmaterial
abgezogen wird. Da die mit Klebstoff versehene Oberschicht
in einem anderen Verfahrensabschnitt hergestellt wurde, muB
sie eine Basis aufweisen, die den Klebstoff vor unbeabsich-
tigten Kontaktnahme schiitzt. Vor dem Zusammenfahren ist

diese Basis zu entfernen.

Es ist bevorzugt, daB das Schichtmaterial mit einer Neben-
schicht zusammengefahren wird, wobei vorausgehend die Basis
des Schichtmaterials abgetrennt wird. Die bereits oben er-
1iuterte Nebenschicht wird unterhalb der bereits bestehenden
taktartig unterbrochenen Musterschicht aufgebracht und ist
eine durchgehende nichtunterbrochene Schicht. Zwischenzeit-
lich muB die Basis des Schichtmaterials abgetrennt werden.

Nach dem Zusammenfahren von Schichtmaterial und Nebenschicht
wird eine neue (klebstoffbeschichtete) Basis aufgebracht,
damit auch fiir das neue Produkt ein Tridger vorhanden ist.
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Es ist ferner bevorzugt, daB das Schichtmaterial einer wei-
teren Stanzung unterzogen wird, bei der mindestens zwei
Randbereiche des Schichtmaterials abgetrennt werden. Dieser
Verfahrensschritt ist notwendig, um die nach dem Stanzen
verbleibenden Randbereiche bzw. Randstreifen des komplemen-
tiren zweiten Schichtmaterials abzutrennen. Die Randbereiche
stehen gegeniiber den Taktabschnitten des komplementédren
Schichtmaterials auf beiden Seiten vor und verursachen auf
diese Weise einen ungleichmifigen Schichtaufbau. Um diesen
ungleichartigen Aufbau des weiterverarbeiteten ersten
Schichtmaterials und des weiterverarbeiteten komplementdren
zweiten Schichtmaterials zu verhindern, werden beide
Schichtmaterialien der genannten Stanzung und Abtrennung
ihrer Randbereiche unterzogen, wobei die Stanzung so ausge-
staltet ist, daB auch von dem ersten Schichtmaterial (ohne
Randstreifen) ein gewisser Randbereich abgetrennt wird. Im
Rahmen dieser Endstanzung kann das Schichtmaterial aber auch
quer zur Férderrichtung getrennt werden, um Schichtmaterial
mit einer bestimmten Ld&nge herzustellen.

Ferner ist bevorzugt, daB das in seiner Linge unterteilte
Schichtmaterial um einen bestimmten Winkel gedreht wird.
Dieser Verfahrensschritt empfiehlt sich, um das in einer
bestimmten Linge vorliegende Schichtmaterial auf eine im
Winkel verlaufende Fdrderbahn, beispielsweise eine Etiket-
ten-Fdrderlinie, aufzubringen.

In dieser Ausfiihrungsform ist es bevorzugt, daB das
Schichtmaterial um 90° gegeniiber einer Basis bzw. einem ex-
ten Tridger gewendet wird. Dieser Schritt empfiehlt

sich fiir eine Verwendung des Schichtmaterials unter

bzw. auf Etiketten, die das Schichtmaterial entlang ihrer
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Lingsachse tragen, jedoch in Querrichtung geférdert werden.

Ferner ist eine Vorrichtung zur Durchfilhrung des erfin-
dungsgemdBen Herstellungsverfahrens angegeben, die gekenn-
zeichnet ist durch eine Stanzvorrichtung zum Bestanzen eines
Ausgangsmaterials in ein erstes und ein komplementéres
szweites Schichtmaterial; eine Trenneinrichtung zum Abziehen
des ersten Schichtmaterials; eine Auftragseinrichtung zum
Aufbringen einer neuen Basis auf das komplementdre zweite
Schichtmaterial, und eine Abzieheinrichtung zum Abziehen des
komplementdren zweiten Schichtmateriais mit Basis. Diese
Vorrichtung ist zur Durchfiihrung des Verfahrens geeignet, da
sie die Trennung des Ausgangsmaterials und die gleichartige
Weiterverarbeitung der beiden zueinander komplementdren

Schichtmaterialien gestattet.

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmdglichkeiten der
vorliegenden Erfindung ergeken sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von Ausfiihrungsbeispielen in Verbindung mit der

Zeichnung.

Fig. la zeigt ein erfindungsgemiBes Schichtmaterial.

Fig. 1b zeigt ein zum Schichtmaterial von Fig. la komple-
mentdres Schichtmaterial.

Fig. 2a zeigt eine Aufsicht auf das in Fig. la gezeigte

Schichtmaterial.

Fig. 2b zeigt eine Aufsicht auf das in Fig. 1b gezeigte
komplementdre Schichtmaterial.
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3a zeigt eine alternative Ausfiihrungsform des Schicht-
materials von Fig. la.

3b zeigt eine alternative Ausfiihrungsform des Schicht-
materials von Fig. 1b.

4 zeigt den Aufbau des weiterverarbeiteten Schichtma-
terials der Fig. la und 1b perspektivisch.

5 zeigt den Aufbau des weiterverarbeiteten Schichtma-
terials der Fig. 3a und 3b perspektivisch.

6a bis 6f zeigen den Aufbau des Schichtmaterials in den
einzelnen Verfahrensschritten.

7 zeigt den Aufbau des Schichtmaterials nach Fig. 6f
perspektivisch.

8 zeigt ein Schichtmaterial mit gewendeten inneren
Schichten.

9 zeigt ein Schichtmaterial mit linksbiindiger Anordnung
der Musterschicht.

10 zeigt eine Ausfiihrungsform des Schichtmaterials mit
beliebig gestalteten Teilbereichen.

11 zeigt eine weitere Ausfiihrungsform des Schichtmate-
rials mit zwei nebeneinanderliegenden Musterschichten.

12 zeigt eine Kombination der Ausfiihrungsformen von
Fig. 10 und Fig. 11.

o
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Fig. 13a zeigt eine Aufsicht auf ein Schichtmaterial nach

Fig. 10.

Fig. 13b zeigt eine Aufsicht auf ein komplementdres
Schichtmaterial nach Fig. 10.

Fig. l4a zeigt eine Aufsicht auf ein Schichtmaterial nach

Fig. 11.

Fig. 14b zeigt eine Aufsicht auf ein komplementdres

Schichtmaterial nach Fig. 11.

Fig. 15a zeigt eine Aufsicht auf ein Schichtmaterial nach

Fig. 12.

Fig. 15b zeigt eine Aufsicht auf ein komplementéres

Schichtmaterial nach Fig. 12.

Fig. 16a zeigt eine Aufsicht auf eine weitere Ausfiihrungs-
form des Schichtmaterials mit angeschrégten Muster-
schichtabschnitten.

Fig. 16b zeigt eine Detailansicht der Musterschicht-Ab-
schnitte in der Ausfiihrungsform von Fig. 16a.

Fig. 17 zeigt eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des erfin-
dungsgemdfen Verfahrens.

Fig. 18 zeigt eine Vorrichtung zur Herstellung der erfin-
dungsgemiBen Oberschicht.
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Fig. 19 zeigt eine Vorrichtung zum Aufbringen einer Ober-
schicht und einer Nebenschicht auf das erfindungs-

gemife erste Schichtmaterial.

Fig. 20 zeigt eine Vorrichtung zum Aufbringen einer Ober-
schicht und einer Nebenschicht auf ein komplemen-
tires zweites Schichtmaterial.

Fig. 21a zeigt eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des Ab-
trennens der Randbereiche.

Fig. 21b zeigt eine Detailansicht der Vorrichtung von Fig.
2l1a.

Fig. 22 zeigt das Aufbringen des gewendeten Schichtmaterials
auf einen Etikettentrédger.

Fig. 23a zeigt eine Aufsicht auf ein Ausgangsmaterial fir
eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung.

Fig. 23b zeigt ein erstes Schichtmaterial in dieser Ausfiih-
rungsform.

Fig. 23c zeigt eine Aufsicht auf ein dazu komplementédres
Schichtmaterial dieser Ausfihrungsform.

In Fig. la ist der Aufbau eines erfindungsgemdfen Schicht-
materials gezeigt. Dieses besteht aus einer Basis in Form
von Silikonpapier 6, einer dariibergelegenen Musterschicht in
Form eines getakteten Metallstreifens 2 mit einzelnen recht-
eckigen Abschnitten 10, einer Klebeschicht 8 und einer
Deckschicht 4, die in Form eines Films mit rechteckigen
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Taktabschnitten 12 vorliegt. Die Taktabschnitte 12 dieses
erfindungsgemifen Schichtmaterials sind auf ihrer einen
Seite durch einen durchgehenden Randstreifen 26 verbunden
und auf der anderen Seite durch einen durchgehenden Rand-
streifen 28. Die zwischen den Abschnitten 12 der Deckschicht
4 gelegenen Freifelder 13 haben dieselbe Breite und Lidnge
wie die Abschnitte 12. Die beiden Randstreifen 26 und 28
fassen sowohl die Abschnitte 12 als auch die Freifelder 13
ein. Die unter der Deckschicht 4 befindliche Klebeschicht 8
hat denselben Aufbau wie die Deckschicht 4 und daher die-
selben durch die Taktfolge vorgegebenen Abschnitte und
Freifelder. Die Musterschicht besteht aus den Muster-
schicht-Abschnitten 10 und den dazwischen befindlichen,
ebenfalls rechteckigen Musterschicht-Freifeldern 11. Als
Ausgangsmaterial zur Herstellung des erfindungsgemdfen
Schichtmaterials wird ein durchgehender Metallstreifen und
ein durchgehender Filmstreifen als Deckschicht verwendet.
Die nach der Stanzung entstehenden Abschnitte 12 der Deck-
schicht 4 und Abschnitte 10 der Musterschicht 2 schlieBfen in
Lingsrichtung miteinander ab, wihrend die Abschnitte 12 in
Querrichtung i{iber die Abschnitte 10 {iberstehen. Dasselbe
gilt fiir die Freifelder 13 der Deckschicht 4, die iiber die
entsprechenden Freifelder 11 der Musterschicht 2 iliberstehen.
Im Falle einer mit Klebeschicht 8 verwendeten Deckschicht 4
weist auch die Klebeschicht 8 entsprechende Taktabschnitte

auf.

In Figur 1b ist eine weitere Ausfiihrungsform des erfin-
dungsgeméBen Schichtmaterials gezeigt, némlich ein komple-
mentires Schichtmaterial, das zum Aufbau von Fig. la kom-
plementdr ist. Der Aufbau dieses zweiten Materials besteht
aus einer als Trédgerschicht dienenden Basis 6 aus Silikon-
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papier, einer dariibergelegenen Musterschicht in Form eines
Metallstreifens 2' mit rechteckigen Abschnitten 10°', einer
dariibergelegenen Klebeschicht 8' und einer nach oben ab-
schlieBenden Deckschicht 4'. Das in Fig. 1b dargestellte
erfindungsgemife Schichtmaterial entsteht ebenfalls aus ei-
nem durchgehenden als Ausgangsschicht dienenden Metall-
streifen und einer dariibergelegenen durchgehenden Deck-
schicht. Die Deckschicht 4' weist rechteckige Abschnitte 12'
und dazwischenliegende Freifelder 13' auf. Die Abschnitte
12' der Deckschicht 4' schlie-Ben in Léngsrichtung, d.h.
Wickelrichtung, mit den Abschnitten 10' der Musterschicht 2'
ab, stehen jedoch in Querrichtung iiber diese iiber. Die Kle-
beschicht 8' hat denselben Aufbau wie die Deckschicht 4'.
Das in Fig. 1b gezeigte zweite Schichtmaterial verbleibt auf
der Basis 6', wihrend das in Fig. la gezeigte erste
Schichtmaterial mit den Schichten 2, 4, 8 abgezogen und mit
einer neuen Basis 6 versehen wird.

Fig. 2a zeigt eine Aufsicht auf das erste Schichtmaterial
von Fig. la. Die durch Stanzung freigelegten Freifelder 13
der Deckschicht 4 legen die unterliegende Basis 6 frei. Die
filmartige Deckschicht 4 ist teilweise transparent, so daB
die Abschnitte 10 der Musterschicht 2 schwarz durchscheinen.
Die Randstreifen 26 und 28 sind mit den Abschnitten 12 der-
art verbunden, daf lediglich die Freifelder 13 ausgenommen
sind.

Fig. 2b zeigt eine Aufsicht auf das komplementdre zweite
Schichtmaterial von Fig. 1b. Die Abschnitte 10' der Muster-
schicht 2' scheinen durch die teilweise transparenten Ab-
schnitte 12' der Deckschicht 4' durch. Die Freifelder 13'
zwischen den Abschnitten 12' der Deckschicht 4' legen das
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Schichtmaterial bis auf die Basis 6' frei.

In Fig. 3a und 3b ist eine alternative Ausfiihrungsform der
in den Fig. 1a und 1b dargestellten Schichtmaterialien ab-
gebildet, bei der nicht eine klebstoffbeschichtete Deck-
schicht, sondern eine klebstoffbeschichtete Basis verwendet
wird. Der Aufbau der in den Fig. 3a und 3b gezeigten
Schichtmaterialien liegt demzufolge in Form derselben
Schichten aber in unterschiedlicher Reihenfolge der Schich-
ten vor. Der Aufbau besteht aus der zugrundeliegenden Basis
6, 6' aus Silikonpapier, der dariibergelegenen Klebeschicht
8, 8', der dariiper angeordneten Musterschicht 2, 2' in Form

eines getakteten Metallstreifens und der abschlieBenden
Deckschicht 4, 4'. Es sind dieselben Abschnitten 10, 10' der

Musterschicht 2, 2' und Abschnitte 12, 12' der Deckschicht
4, 4' vorgesehen. Im Gegensatz zum Aufbau der Fig. la und 1b
hat dieser Aufbau den Vorteil, daB hier die Abschnitte 10,
10' der Musterschicht 2, 2' selbst an der Basis 6, 6' haf-
ten. Die beidseitig klebende Klebeschicht 8, 8' stellt da-
gegen nur einen mittelbaren Klebkontakt zwischen Muster-

schicht 2, 2' und Deckschicht 4, 4' her.

Fig. 4 zeigt den Aufbau des weiterverarbeiteten Schichtma-
terials der Fig. la und 1b. Gegeniiber der bereits beschrie-
benen Musterschicht 2, Klebeschicht 8 und Deckschicht 4 ist
von unten eine Nebenschicht in Form eines durchgehenden
schmalen Metallstreifens 14 aufgebracht, der durch einen auf
die Basis 24 aus Silikonpapier geschichteten Kleber 18 sta-
bilisiert ist. Von oben ist eine ebenfalls mit Klebeschicht
20 versehene Oberschicht 16 aufgebracht, die nach auBen
sichtbar ist und das Schichtmaterial nach oben visuell ver-
schlieBt. Die Oberschicht 16 hat im wesentlchen dieselbe
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Breite wie die Deckschicht 4.

Fig. 5 zeigt den Aufbau des weiterverarbeiteten Schichtma-
terials von Fig. 3a und 3b, der analog zum Aufbau von Fig. 4
ebenfalls eine durchgehende Nebenschicht 14, einen darun-
terliegenden Kleber 18 und eine abschlieBende Silikonbasis
24 aufweist. Nach oben ist der Aufbau ebenfalls durch eine
mit Kleber 20 versehene Oberschicht 16 visuell verschlossen.
Der Vorteil dieser Ausfiihrungsform besteht darin, daB ein
klebstoffbeschichtetes Silikonpapier in aufgewickelter Form
erhiltlich ist, wdhrend im Falle des mit Klebstoff zu be-
schichtenden Films die Beschichtung erst zu Beginn des Ver-
fahrens erfolgen kann, weil ein klebstoffbeschichteter Film
nur mit einer silikonbeschichteten Basis wickelf&dhig ist.

Fig. 6a bis 6f zeigt das erfindungsgeméBe Schichtmaterial in
den einzelnen Produktionsphasen. Fig. 6a zeigt die mit Basis
22 und Kleber 20 versehene Oberschicht 16. Fig. 6b zeigt das
nach der Stanzung entstehende erste Schichtmaterial mit den
Schichten 6', 2', 8', 4', wdhrend Fig. 6c das komplementidre
zweite Schichtmaterial nach der Stanzung mit den Schichten
6, 2, 8, 4 zeigt. Beim Vergleich von Fig. 6éb und 6éc fallen
im Querschnitt die iiberstehenden Randstreifen 26 und 28 des
in Fig. 6c dargestellten Schichtmaterials auf. Fig. 6d zeigt
das in Fig. 6b dargestellte Schichtmaterial mit aufgebrach-
ter Oberschicht, wie sie in Fig. 6a gezeigt ist. Fig. 6e
zeigt das in Fig. 6c dargestellte komplementdre zweite
Schichtmaterial mit aufgebrachter Oberschicht, wie es in
Fig. 6a dargestellt ist. Fig. 6f zeigt das nach Abtrennen
der Randstreifen 26, 28 erhaltene Endprodukt. Es ist deut-
lich zu sehen, daB unabhingig von der Verwendung einer der
beiden komplementdren Schichtmaterialien (nach Fig. 64 bzw.

¥

x5
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6e) das gleiche Endprodukt erhalten wird.

Fig. 7 zeigt eine Aufsicht auf den Aufbau des Schichtmate- .
rials nach Fig. 6f. Die Musterschicht 2, 2! liegt mittig
unter der Klebeschicht 8, 8' bzw. Deckschicht 4, 4' und hat
dieselbe Breite wie die durchgehende Nebenschicht 14. Die
Deckschicht 16 und die Klebeschicht 20 haben im wesentlichen
die Breite der Deckschicht 4, 4', sind jedoch schmaler als
die Silikonbasis 24. Bei Wahl einer aus vier Abschnitten
10', 10 bestehenden Musterschicht 2, 2' kdnnen die auBen-
liegenden Abschnitte 12, 12! der Deckschicht 4, 4' abgerun-
dete Ecken haben, um sich der Abrundung der Oberschicht 16

anzupassen.

Fig. 8 zeigt den Aufbau eines weiterverarbeiteten Schicht-
materials mit gegeniiber Fig. 7 gewendeten Innenschichten.
Dies bedeutet, daB die Nebenschicht 14, die Musterschicht 2,
2!, die Klebeschicht 8, 8', die Deckschicht 4, 4' und die
Klebeschicht 18 bzw. 20 umgewendet sind. Der Vorteil dieser
Ausfiihrungsform liegt darin, da8 hier die durchgehende Ne-
benschicht 14 nach oben aufliegt. Dies begiinstigt die
GleichmiBigkeit der tastbaren Oberfldche des Schichtmate-

rials.

Fig. 9 zeigt den Aufbau des Schichtmaterials von Fig. 8 mit
modifizierter linksbiindiger Musterschicht 2, 2'. Die Ab-
schnitte 10, 10' der Musterschicht 2, 2' schlieBen links-
biindig mit den Abschnitten 12, 12! der Deckschicht 4, 4' ab.
Dies ermdglicht eine einfachere Einstellung eines einfachen

Stanzwerkzeugs.

Fig. 10 zeigt eine andere Ausfiihrungsform des Schichtmate-
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rials mit in Teilbereichen beliebig wdhlbarer Form der Mu-
sterschicht. Das Schichtmaterial ist unterteilt in Bereiche
80, die durch eine querverlaufende Spiegellinie bzw. Spie-
gelebene 82 in einen unteren und oberen Teilbereich geteilt
sind. Die Spiegellinie 82 fluchtet mit der unteren bzw.
oberen Kante eines im wesentlichen im mittleren Bereich
liegenden Abschnitts 84 der Musterschicht 2, 2'. Aufgrund
der Spiegellinie 82 ergibt sich eine Symmetrie beidseits der
Spiegellinie zwischen den einerseits der Spiegellinie lie-
genden Abschnitten 10, 10' und den andererseits der Spie-
gellinie liegenden Freifeldern 11,11' zwischen den Ab-
schnitten 10, 10'. Die Freifelder 11, 11' auf der einen
Seite haben dieselbe Abmessung wie die symmetrischen Ab-
schnitte 10,10' auf der anderen Seite. Diesem Aufbau folgt
sowohl die Klebeschicht 8, 8' als auch die Deckschicht 4,
4'. Auch hier schlieBen somit die Abschnitte der Deckschicht
mit den Abschnitten der Musterschicht in Ldngsrichtung ab,
stehen aber in Querrichtung iiber diese iiber. Im vorliegenden
Fall ist die im einen Teilbereich frei wéhlbare Anordnung
der Abschnitte 10, 10' und Freifelder 11, 11' so gewdhlt,
daB von der Spiegellinie 82 ausgehend die Abschnitte 10, 10'
zu beiden Seiten der Spiegellinie hin in der Abmessung
gleichmiBig anwachsen. Dadurch ergibt sich ein quasisymme-
trischer Aufbau.

Fig. 11 zeigt eine andere Ausfiihrungsform des erfindungsge-
miBen Schichtmaterials mit zwei nebeneinanderliegenden Mu-
sterschichten 2, 2' und 3, 3'. Die Abschnitte 10, 10' der
einen Musterschicht 2, 2' sind gegeniiber den Abschnitten 10,
10' der anderen Musterschicht 3, 3' so versetzt, daB die
Abschnitte 10, 10' der Musterschicht 3, 3' neben den Frei-
feldern 11, 11' der anderen Musterschicht 2, 2' liegen und

o
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mit diesen fluchtend abschlieBen. Dadurch ergibt sich ein
zickzack-Muster, das eine fluchtende Anordnung der Kanten
der Abschnitte der Musterschichten 3, 3' und 2, 2' aufweist.
Diesem Aufbau folgt die Deckschicht, die zwei nebeneinander
angeordnete Deckschichten 4, 4' und 5, 5' aufweist, die je-
weils die Musterschichten 2, 2' und 3, 3' iiberdecken. Die
Abschnitte 10, 10' der beiden Musterschichten sind links-
bzw. rechtsbiindig unter den entsprechenden Abschnitten der
Deckschichten 4, 4' und 5, 5' angeordnet. Ebenfalls sind
swei Klebeschichten 8, 8' und 9. 9' vorgesehen, die im Auf-
bau den Deckschichten 4, 4' und 5, 5' entsprechen. Die
durchgehende Nebenschicht 14 ist mittig unter den beiden
Musterschichten angeordnet und liegt somit mittig unter der
Beriihrungslinie zwischen den beiden Musterschichten. Wahl-
weise ist es auch mdglich, eine zweite durchgehende Neben-
schicht neben der ersten Nebenschicht 14 anzuordnen bzw. die
Nebenschicht 14 zu verbreitern, damit sie unterhalb beider
Musterschichten verlduft und mit diesen nach unten quer
fluchtet. Alternativ ist vorgesehen, daf die beiden Muster-
schichten 2, 2' und 3, 3' einen Abstand voneinander aufwei-
sen, der ebenfalls fiir die Deckschichten 4, 4' und 5, 5'
besteht. Ein solcher Abstand erhdht die Kennbarkeit des
Schichtmaterials bei einem Detektionssystem, das auf Liicken
zwischen den magnetisierten Abschnitten der Musterschicht
empfindlich ist. Alternativ ist vorgesehen, daf die Ab-
schnitte der Musterschicht 2, 2' und die Abschnitte der Mu-
sterschicht 3, 3' in Lingsrichtung {liberlappen, so daf sich
zwischen den Musterschichten-Abschnitten Liicken ergeben.

Fig. 12 zeigt eine Kombination der Ausfiihrungsformen von
Fig. 10 und 11, wobei die Musterschichten 2, 2' und 3, 3' im
Gegensatz zu den Deckschichten 4, 4' und 5, 5' einen gerin-
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gen Abstand voneinander haben.

Fig. 13a und 13b zeigen Aufsichten auf die Ausfiihrungsform
des Schichtmaterials nach Fig. 10. Die Spiegellinie 82 liegt
an der oberen Kante eines im wesentlichen in der Mitte be-
findlichen mittleren Abschnitts 84 der Musterschicht 2, 2!
bzw. Deckschicht 4, 4', so daB man auch von einer Spiegele-
bene 82 sprechen kann, die durch die Kanten der {ibereinan-
derliegenden Abschnitte 84 von Musterschicht und Deckschicht
gebildet wird. Der unterhalb der Spiegelebene 82 gelegene
Teilbereich enthilt Freifelder von Musterschicht und Deck-
schicht, die in Anordnung und Abmessung (in Wickelrichtung)
den in dem oberhalb der Spiegelebene 82 gelegenen Teilbe-
reich angeordneten Abschnitten von Musterschicht und Deck-
schicht entsprechen. Die beiden in Fig. 13a und 13b gezeig-
ten Schichtmaterialien sind komplementdr zueinander, so daB
die unterhalb der Spiegelebene 82 des einen Materials an-
geordneten Abschnitte den oberhalb der Spiegelebene an-
geordneten Abschnitten des anderen Materials spiegelsymme-
trisch sind bzw. in gedrehter Anordnung identisch sind.

Fig. 14a und 14b zeigen Aufsichten auf die Ausfiihrungsform
des Schichtmaterials von Fig. 11, wobei die beiden Muster-
schichten 2, 3 bzw. 2' und 3' ohne Abstand angeordnet sind.
Die Innenkanten der beiden Musterschichten 2 und 3 bzw. 2
und 3' fluchten somit. Dasselbe gilt fiir die Abschnitte der
Deckschicht 4 bzw. 4' die ebenfalls nebeneinander und an
ihren Kanten fluchtend angeordnet sind.

Fig. 15a und 15b zeigen Aufsichten auf die Ausfiihrungsform
des Schichtmaterials von Fig. 12, wobei in dieser Ausfih-
rungsform die beiden Musterschichten 2 und 3 bzw. 2' und 3'
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einen geringen Abstand voneinander haben. Auf diese Weise
ergeben sich taktartige Liicken in dem Musterschichtverbund,
die gut detektierbar sind. Im Gegensatz zu den Muster-
schichten sind die Deckschichten, wie zu erkennen ist, ohne
Abstand und mit fluchtenden Innenkanten angeordnet.

Fig. 16a und 16b zeigen eine weitere Ausfiihrungsform des
Schichtmaterials mit schrédggestanzten Abschnitten. In Fig.
16a ist eine Aufsicht auf das gestanzte und bereits ge-
trennte Schichtmaterial gezeigt, aus der hervorgeht, daB die
gt. zmesser einen rechteckigen Verlauf haben. Somit sind die
gestanzten Abschnitte der Deckschicht ebenfalls rechteckig.
Die darunterliegenden und in Fig. 16b im Detail gezeigten
Abschnitte 10, 10' der Musterschicht 2, 2! haben die Form
von Parallelogrammen, da die Deckschicht als gradliniger,
mit parallelen Kanten ausgebildeter Streifen vorliegt. Die
Stanzung erfolgt daher so, daB der zwischen der oberen Ecke
92 eines Abschnitts und der unteren Ecke 94 des dariliberlie-
genden Abschnitts gebildete Zwischenraum einen in Langs-
richtung gemessenen Abstand a hat, der kleiner ist als der
Abstand b zwischen den entsprechenden Kanten 96 und 98. Der
Abstand b entspricht dem Abstand der nichtschrdggestellten
Stanzmesser. Eine derartige Verkleinerung der Liicken zwi-
schen den Abschnitten 10, 10' benachbarter Abschnitte be-
glinstigt die magnetische Erfassung der Schichtmaterialien.

Fig. 17 zeigt eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des erfin-
dungsgemdBen Verfahrens zur Herstellung des erfindungsgema-
Ben Schichtmaterials. Die Deckschicht 4, 4' in durchgehender
Form ist auf der Rolle 40 aufgewickelt und wird von dort
abgespult und an einer Beschichtungseinrichtung 42 fir
Klebstoff vorbeigefiihrt. Die Beschichtungseinrichtung 42
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beschichtet die Deckschicht 4, 4' an ihrer Unterseite ganz-
flichig mit einer durchgehenden Klebeschicht. Das Ausgangs-
material fiir die spdtere Musterschicht ist auf einer Spule
44 aufgewickelt, die gleichfalls abgewickelt wird. Im vor-
liegenden Fall enthdlt die Spule 44 ein Ausgangsmaterial in
Form von drei parallelen Metallstreifen bzw. -fdaden.
SchlieBlich befindet sich die in Form von Silikonpapier
vorliegende Basis 6' auf einer Rolle 46, die unterhalb der
Spule 44 angeordnet ist und ebenfalls abgespult wird. Die
von den Einrichtungen 40, 44 und 46 abgewickelten Materia-
lien werden von grundsdtzlich bekannten Fiihrungen und Rol-
lenvorrichtungen geleitet und an zwei gegensinnig aufeinan-
der abrollenden Walzen zusammengefahren und anschlieBend
einer allgemeinen Stanzvorrichtung 48 zugefiihrt, die ein
dreireihiges rechteckiges, wie in Fig. la und 1b gezeigtes
Stanzmuster einstanzt. Das gestanzte Ausgangsmaterial wird
getrennt in ein erstes Schichtmaterial 2', 4', 8', welches
auf einer Haspel 50 aufgewickelt wird und ein komplementdres
zweites Schichtmaterial 2,-4, 8, das zunichst mit einer von
einer Rolle 52 stammenden Basis 6 in Form von Silikonpapier
zusammengefahren und nachfolgend auf einer Haspel 54 aufge-
wickelt wird. Die Stanzvorrichtung 48 ist so beschaffen, daB
sie die filmartige Deckschicht 4, 4', die darunterliegende
Klebeschicht 8, 8' und die Musterschicht 2, 2' stanzartig
durchtrennt, wihrend die Silikonbasis 6' unbesch&ddigt
bleibt. Die klebstoffbeschichtete Deckschicht 4, 4' haftet
an der Basis 6' und bewirkt auch das Anliegen der nichtkle-
benden Musterschicht 2, 2' an der Basis 6'. Die einzelnen
Abschnitte der dreireihigen gestanzten Deckschicht 4' sind
jeweils breiter als die einzelnen gestanzten Abschnitte der
dreireihigen Metall-Musterschicht 2' und bewirken mit ihren
iiber die Musterschicht 2' iiberstehenden Bereichen einen
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Haftkontakt an der Basis 6' und damit auch Kontakt der in-
nenliegenden Musterschicht-Abschnitte 10' an Basis 6' und
Deckschicht 4'. Alternativ kann die Beschichtungseinrichtung
42 weggelassen werden, wenn eine bereits mit Klebstoff be-

schichtete Filmrolle 40 eingesetzt wird.

In Fig. 18 ist die vorausgegangene bzw. gleichzeitige Her-
stellung der zur Weiterverarbeitung vorgesehenen Oberschicht
16 dargestellt. Die Oberschicht 16 in Form eines Films oder
Schichtmaterials, z.B. eines Barcodes, liegt auf einem Wik-
kel 56 vor und wird von diesem abgespult und an einer Be-
schichtungsvorrichtung 57 vorbeigefiihrt, welche die Ober-
schicht 16 an ihrer Unterseite mit einer ganzfldchigen Kle-
beschicht 20 versieht. Gleichzeitig wird von einer Rolle 58
eine Basis 22 in Form von Silikonpapier abgespult und mit
der klebstoffbeschichteten Oberschicht 16 an zwei Rollen
zusammengefahren. Das nach dem Zusammenfahren gewonnene
Produkt aus Oberschicht 16 und Klebstoffschicht 20 und Basis
22 wird auf einer Haspel 60 aufgewickelt. Alternativ kann
die Beschichtungseinrichtung 57 weggelassen werden, wenn
eine bereits mit Klebstoff versehene Basis 22 verwendet

wird.

Fig. 19 zeigt das Aufbringen von Oberschicht und Neben-
schicht auf das erfindungsgemidfe erste Schichtmaterial. Das
auf Haspel 50 vorliegende erfindungsgemidBe Schichtmaterial
wird abgespult und mit der auf Haspel 60 vorliegenden kleb-
stoffbeschichteten Oberschicht 16 zusammengefahren, wobei
vor dem Zusammenfahren die auf Haspel 60 unterliegende Basis
22 abgetrennt und auf eine Abzie ‘"olle 62 aufgewickelt wird.
Das mit klebstoffbeschichteter Deckschicht bzw. Basis ver-
sehene Schichtmaterial wird nachfolgend selbst von seiner
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Basis 6' getrennt, welche auf einer Abziehrolle 64 aufge-~
wickelt wird. Das verbleibende Schichtmaterial aus Ober-
schicht 16, Klebstoffschicht 20, Deckschicht 4', Klebstoff-
schicht 8' und Musterschicht 2' gelangt in einen Fihrungs-
mechanismus, wo es mit einer von einer Spule 66 stammenden
Nebenschicht 14 in Form eines durchgehenden Metallstreifens
sowie einer von einer Rolle 68 stammenden neuen klebstoff-
beschichteten Basis 24 zusammengefahren wird. Dieses bereits
in seinem Aufbau abgeschlossene Endprodukt entsprechend Fig.
6f wird auf einer Haspel 70 aufgewickelt. Die Basis kann
auch ohne Klebstoffschicht in alternativer Weise zusammen-

gefahren werden.

Fig. 20 zeigt dieselben Verfahrensschritte wie Fig. 19 aber
mit dem komplementiren zweiten Schichtmaterial. Im Unter-
schied zum ersten Schichtmaterial sind in diesem Fall noch
Randstreifen 26 und 28 beidseits jeder Reihe der dreireihi-
gen Musterschicht und Deckschicht vorhanden. Die Vorrichtung
zum Zusammenfahren entspricht der Vorrichtung von Fig. 19.
Der Aufbau des Endproduktes, welches ebenfalls auf einer
Haspel 70 aufgewickelt wird, entspricht dem Aufbau des End-
produkts von Fig. 19.

Fig. 21a und 21b zeigen die Endbehandlung des Schichtmate-
rials. Das auf Haspel 70 vorliegende vorlédufige Endprodukt
wird von dort abgespult und einer Randstanzeinrichtung 72
zugefiihrt, die das Endprodukt beidseitig jeder Reihe des
dreireihigen Schichtmaterials von seinem Rand befreit. Dies
bedeutet, daB vier Randstreifen ausgestanzt werden, von de-
nen die beiden inneren doppelt so breit sind, wie die beiden
juBeren. Das "abgegitterte" Endprodukt wird nun auf einer

verkaufsfertigen Haspel 76 aufgewickelt, wdhrend die abge-



WO 92/03811 , PCT/DE91/00647

-3 -

trennten Rinder 26, 28 auf einem Wickel 74 abgezogen werden.

Fig. 22 zeigt einen Etikettentridger, der in Léngsrichtung
gewickelt ist, auf dem die erfindungsgemifen Schichtmate-
rialien in Querrichtung aufgebracht sind. Dies bedeutet, daB
die Abschnitte des Schichtmaterials in Querrichtung verlau-
fen, wdhrend der Etikettentridger selbst in Léngsrichtung
geférdert wird. Somit ist eine Basis 24 als Etikettentrdger
gewdhlt, die senkrecht zu der Musterschicht, Deckschicht,
Nebenschicht, Klebeschicht und Oberschicht gewickelt bzw.

abgespult wird.

In Fig. 23a ist ein Ausgangsmaterial filir eine weitere Aus-
filhrungsform der Erfindung gezeigt. Dieses besteht aus einer
Basis 106, auf der ein fiir die spdtere Musterschicht be-
stimmter schmaler Metallstreifen 104 aufgetragen ist. Darii-
ber befindet sich in etwa der Breite der Basis 106 eine
Deckschicht 100, die transparent ist und den darunterlie-
genden Metallstreifen 104 durchscheinen lagt. Die Deck-
schicht 100 und der Metallstreifen 104 weisen ein wie in der
Figur gezeigtes Stanzmuster 102 auf, das einen rechteckfdr-
migen Verlauf hat und den Metallstreifen zwischen seinen
Kanten einschlieBt. Der Metallstreifen 104 ist mittig unter
dem Stanzmuster 102 angeordnet, wobei das Stanzmuster mit
seinen Kanten jeweils links und rechts abwechselnd iliber den

Metallstreifen 104 iibersteht.

Das in Fig. 23b gezeigte erste erfindungsgemdfe Schichtma-
terial dieser Ausfiihrungsform weist eine auf der Basis 106
verbliebene linke Hdlfte 110 der Deckschicht 100 auf, die
einen durch das Stanzmuster érzeugten rechteckférmigen
rechten Rand 108 mit vorstehenden rechteckigen Abschnitten
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aufweist. Diese vorstehenden Abschnitte des rechten Randes
108 der Deckschicht 110 iiberdecken entsprechende Abschnitte
116 der darunterliegenden Musterschicht.

Das in Fig. 23c gezeigte zur Fig. 23b komplementdre
Schichtmaterial dieser Ausfilhrungsform zeigt eine neue Basis
120, auf der die abgezogene rechte Hiélfte 114 der Deck-
schicht 100 von Fig. 23a zusammen mit der darunterliegenden
Musterschicht aufgebracht ist. Diese rechte H&lfte 114 hat
einen rechteckfdrmigen linken Rand 112 mit rechteckigen
vorstehenden Abschnitten, wobei die vorstehenden Abschnitte
entsprechende Abschnitte 118 der darunterliegenden Muster-
schicht iiberdecken. Die Abschnitte 118 dieser Musterschicht
sind zu den Abschnitten 116 der Musterschicht von Fig. 23b
komplementdr, da sie aus demselben durchgehenden Metall-
streifen 104 durch Stanzung gebildet sind. Die Abschnitte
116 und 118 wechseln einander in L#ngsrichtung ab. Somit
haben der rechte Rand des Materials von Fig. 23b und der
linke Rand von Fig. 23c einen ineinandergreifenden reifver-
schluBartigen Verlauf.

Die gewonnenen ersten und zweiten Schichtmaterialien werden
in der beschriebenen Weise weiterverarbeitet, insbesondere
mit einer Oberschicht und Nebenschicht versehen.

[
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PATENTANSPRUCEHE

1. Schichtmaterial mit einer taktartig unterbrochenen Mu-

. sterschicht (2,2'), die voneinander getrennte Abschnitte
(10,10') aufweist, und einer dariibergelegenen Deckschicht
(4,4'), dadurch gekennzeichnet, daB die Deckschicht (4,4"')
dieselbe taktartige Unterbrechung wie die Musterschicht
(2,2') aufweist, so das durch die Taktfolge gebildete Ab-
schnitte (12,12') der Deckschicht (4,4') mit den Abschnitten
(10, 10') der Musterschicht (2,2') jeweils an mindestens
zwei Kanten abschliefen, daB unterhalb der Musterschicht
(2,2') bzw. oberhalb der Deckschicht (4,4') eine durchge-
hende Nebenschicht (14) angeordnet ist, und das die Muster-
schicht sowie die Deckschicht jeweils mindestens zwei Ab-

schnitte (12,10;12',10') umfassen.

5. Schichtmaterial nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch
eine Basis (6), auf der die Musterschicht {(2,2') angeordnet

ist.

3. Schichtmaterial nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Deckschicht (4,4') bzw. die Basis (6) eine

taktartig unterbrochene Klebeschicht (8,8') aufweist, an der
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die Musterschicht (2,2'), die Deckschicht (4,4') und die
Basis (6) haften.

4. Schichtmaterial nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daf die Klebeschicht (8) zwischen Deckschicht und Muster-

schicht angeordnet ist, und dasselbe Taktmuster wie die
Deckschicht aufweist.

5. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, da8 die Deckschicht (4,4') und die
Musterschicht (2,2') so libereinander angeordnet sind, da8
jeder durch die Taktfolge vorgegebene Abschnitt (10,10') der
Musterschicht (2,2') von einem entsprechenden Abschnitt
(12,12') der Deckschicht (4,4') liberdeckt ist.

6. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daf das Schichtmaterial in einer
Lingsrichtung aufwickelbar ist und die Abschnitte (12,12'")
der Deckschicht (4,4') in der Léngsrichtung mit den ent-
sprechenden Abschnitten (10,10') der Musterschicht (2,2')
abschliessen.

7. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Abschnitte (12,12') der
Deckschicht (4,4') iiber die Abschnitte (10,10') der Muster-
schicht (2,2') in zumindest einer Querrichtung liberstehen.

8. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, da8 die Nebenschicht (14) im we-

sentlichen dieselbe Breite wie die Musterschicht (2,2') hat.

9. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

%
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dadurch gekennzeichnet, daB die Deckschicht eine dariiberge-
legene, nach auBen sichtbare Oberschicht (16) aufweist.

10. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die Abschnitte (10,10') der Mu-

sterschicht (2,2') eine rechteckige Form haben.

11. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, da8 die Abschnitte (10,10') in der

Lingsrichtung eine Abmessung haben, die im wesentlichen
gleich ist dem Abstand zwischen den einander gegeniiberlie-
genden Kanten zweier benachbarter Abschnitte (Freifelder).

12. Schich*material nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch ge..z2nnzeichnet, daB die Schrittweite der Abschnitte
im wesentlichen doppelt so groBf ist wie die Abmessung eines

Abschnitts.

13. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die Schichten die folgende Rei-
henfolge aufweisen: - Basis (6, 24) - Nebenschicht (14) -

Musterschicht (2, 2') - Deckschicht (4, 4') - Oberschicht
(16).

14. Schichtmaterial nach Anspruch 13, dadurch geke' "zeich-
net, daB zwischen Basis (6, 24) und Nebenschicht ( ) baw.
zwischen Oberschicht (16) und Deckschicht (4) mindestens
eine weitere Klebeschicht (18 bzw. 20) angeordnet ist.

15. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die Schichten die folgende Rei-
henfolge aufweisen: - Basis (6, 24) - Deckschicht (4, 4') -
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Musterschicht (2, 2') - Nebenschicht (14) - Oberschicht (16)

16. Schichtmaterial nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, daB zwischen Basis und Deckschicht bzw. zwischen Ne-

benschicht und Oberschicht mindestens eine weitere Klebe-

schicht (18 bzw. 20) angeordnet ist.

17. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Abschnitte (10, 10') der
Musterschicht (2, 2') links- bzw. rechtsblindig mit den Ab-
schnitten (12,12') der Deckschicht (4, 4') abschliessen.

18. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Musterschicht (2, 2') in
Bereiche (80) unterteilt ist, wobei jeder Bereich (80) so
aufgebaut ist, daB er eine auf der Kante eines im wesentli-
chen mittleren Abschnitts (84) angeordnete Spiegellinie (82)
aufweist, und die einerseits der Spiegellinie (82) befind-
lichen Abschnitte dieselbe Abmessung haben wie die spiegel-
symmetrisch gelegenen Freifelder zwischen den andererseits
der Spiegellinie (82) gelegenen Abschnitten.

19. Schichtmaterial nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich-
net, daB entsprechende Bereiche (80) einer Musterschicht (2)
und einer dazu komplementdren Musterschicht (2') so aufge-
baut sind, daB der einerseits der Spiegellinie (82) der Mu-
sterschicht (2) gelegene Teilbereich spiegelsymmetrisch ist
mit dem andererseits der entsprechenden Spiegellinie (82)
der komplementdren Musterschicht (2') gelegenen Teilbereich.

20. Schichtmaterial nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Abmessungen der Abschnitte und Frei-

%
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felder eines Teilbereichs (80) von der Spiegellinie (82)

ausgehend zu- bzw. abnehmen.

21. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

gekennzeichnet durch zwei nebeneinander gelegene Muster-

schichten (2, 3).

22. Schichtmaterial nach Anspruch 21, gekennzeichnet durch
zwei nebeneinander gelegene Musterschichten (2, 3), deren
Abschnitte (10) derart gegeneinander versetzt sind, daB die
Abschnitte der einen Musterschicht (2) neben den Freifeldern
swischen den Abschnitten der anderen Musterschicht (3) lie-
gen und in Léngsrichtung mit diesen abschlieBen.

23. Schichtmaterial nach Anspruch 21, dadurch gekennzeich-
net, daf die Abschnitte der beiden Musterschichten teilweise

in Ldngsrichtung gegenseitig iiberlappen.

24. Schichtmaterial nach Anspruch 21, dadurch gekennzeich-
net, daB die beiden Schichten (2, 3) in Querrichtung einen

bestimmten Abstand voneinander aufweisen.

25. Schichtmaterial nach Anspruch 21, dadurch gekennzeich-
net, daB die beiden Musterschichten (2, 3) entsprechende
Deckschichten (4, 5) bzw. Klebeschichten (8, 9) aufweisen,
die denselben Versatz gegeneinander bzw. Abstand voneinander

haben.

26. Schichtmaterial nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die Abschnitte (10) der Muster-
schicht gegeniiber der Lingsrichtung angeschrédgte Kanten (96,

98) haben.
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27. Schichtmaterial nach Anspruch 26, dadurch gekennzeich-
net, daB die Abschnitte (10, 10') die Form eines Parallelo-

gramms haben.

28. Schichtmaterial nach Anspruch 26 oder 27, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der in Lingsrichtung gemessene Abstand (a)
der obersten Ecke (92) eines Abschnitts von der untersten
Ecke (94) des benachbarten dariiberliegenden Abschnitts
kleiner ist als der Abstand (b) der entsprechenden gegenii-
berliegenden Kanten (96, 98).

29. Verfahren zur Herstellung eines Schichtmaterials durch

Herstellen eines Ausgangsmaterials mit einer Ausgangsschicht
(2, 2') und einer dariibergelegenen Deckschicht (4, 4'), ge-
kennzeichnet durch Stanzen eines taktartigen Schnittmusters

in das Ausgangsmaterial und Trennen des gestanzten Aus-
gangsmaterials (2', 2, 4', 4) in ein taktartig unterbroche-
nes erstes Schichtmaterial (2', 4') und ein dazu komplemen-
tires zweites Schichtmaterial (2, 4).

30. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB
das Ausgangsmaterial eine klebstoffbeschichtete Deckschicht
(4) bzw. eine klebstoffbeschichtete Basis (6') aufweist.

31. Verfahren nach Anspruch 29 oder 30, dadurch gekenn-—
zeichnet, daB das Ausgangsmaterial eine unterhalb der Aus-
gangsschicht gelegene Basis (6') aufweist.

32. Verfahren nach einem der Anspriiche 29 bis 31, dadurch
gekennzeichnet, daB das Ausgangsmaterial durch Zusammenfah-
ren der klebstoffbeschichteten Deckschicht, der Ausgangs-
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schicht und der Basis (6) hergestellt wird.

33. Verfahren nach einem der Anspriiche 29 bis 32, dadurch

gekennzeichnet, daB das gestanzte Ausgangsmaterial (2', 2,
4', 4) getrennt wird durch Abziehen des komplement&dren

zweiten Schichtmaterials (2, 4).

34. Verfahren nach einem der Anspriiche 29 bis 33, dadurch

gekennzeichnet, daf das komplementdre zweite Schichtmaterial
(2, 4) mit einer Basis (6) zusammengefahren wird.

35, Verfahren nach einem der Anspriiche 29 bis 34, dadurch

gekennzeichnet, daB das nach dem Trennen gewonnene erste und

sweite Schichtmaterial (2, 4; 2', 4') aufgewickelt wird.

36. Verfahren nach einem der Anspriiche 29 bis 35, dadurch

gekennzeichnet, daB das nach dem Stanzen gewonnene erste und
zweite Schichtmaterial (2, 4; 2', 4') mit einer Oberschicht

(16) zusammengefahren wird.

37. Verfahren nach einem der Anspriiche 29 bis 36, dadurch
gekennzeichnet, daB die Oberschicht (16) klebstoffbeschich-
tet ist.

38. Verfahren nach einem der Anspriiche 29 bis 37, dadurch
gekennzeichnet, daB die Oberschicht (16) eine Basis (22)
aufweist, die vor dem Zusammenfahren mit dem Schichtmaterial

abgezogen wird.

39, Verfahren nach einem der Anspriiche 29 bis 38, dadurch

gekennzeichnet, daf das Schichtmaterial mit einer Neben-
schicht (14) zusammengefahren wird, wobeil vorausgehend die
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Basis (6) des Schichtmaterials abgetrennt wird.

40. Verfahren nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daB

nach dem Zusammenfahren von Schichtmaterial und Nebenschicht
(14) eine neue klebstoffbeschichtete Basis (24) aufgebracht

wird.

41. Verfahren nach einem der Anspriiche 29 bis 40, dadurch
gekennzeichnet, daB das Schichtmaterial einer weiteren
Stanzung unterzogen wird, bei der mindestens zwel Randbe-
reiche (26, 28) des Schichtmaterials abgetrennt werden, bzw.
das Schichtmaterial in seiner Liénge unterteilt wird.

42. Verfahren nach einem der auf Anspruch 29 folgenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daf das in der Lidnge un-
terteilte Schichtmaterial um einen bestimmten Winkel gedreht
wird.

43. Verfahren nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, daB
das Schichtmaterial um 90° gegeniiber einer Basis bzw. einem
externen Tridger gewendet wird.

44, Vorrichtung zur Durchfﬁhrung des erfindungsgemédfen Ver-
fahrens, gekennzeichnet durch eine Stanzvorrichtung (48)
zum Bestanzen eines Ausgangsmaterials (4, 4'; 2, 2'; 6') in
ein erstes (4', 2', 6') und ein Komplementédres zweites (4,
2) Schichtmaterial; eine Trenneinrichtung (50) zum Abzie-
hen des ersten Schichtmaterials (4', 2', 6'); eine Auf-
tragseinrichtung (52) zum Aufbringen einer neuen Basis (6)
auf das komplementdre zweite Schichtmaterial (4, 2), und
eine Abzieheinrichtung (54) zum Abziehen des komplement&ren
zweiten Schichtmaterials (4, 2, 6) mit Basis.
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